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Patentanspriche

1.

Verfahren zum Testen von auf sinem Wafer angeordneten oplo-elekironischen
Chips (1), mit elekirischen Schnittstellen in Form von Kontakipads (1.1) und hierzu
fest angeordneten optischen Schniltstellen  in Form  von  optischen
Umilenkelementen (1.2), mit einem spezifischen Kopplungswinkel (a},

bei dem der Wafar von einem Positioniertisch (3) aufgenommen wird, der in x -,
y- und z- Richtung eines kartesischen Koordinatensystems gegentiber einem
Kontaktierungsmodul (2) verstelibar und um die z-Achse drehbar ist, wobei das
Kontaktierungsmodul (2) den Kontakipads (1.1) zugeordnete elektrische
Schnittstelien in Form von Nadein (2.1) und den optischen Umienkelementen {1.2)
zugeordnete optische Schnittstellen (2.2) aufweist, und

in einem ersten Justierschritt der Wafer dem Kontaktierungsmodui (2) so zugestellt
wird, dass die Nadeln (2.1}, in einer ersten Justieriage, lotrecht oberhalb der
Mittelpunkte der Kontaktpads (1.1) eines ersten der Chips (1) angeordnet sind,
wobei das Kontaktierungsmodul (2) in z-Richtung einen Justierabstand (a) grofier
einer frelen Lange (I} der Nadelin (2.1) zu dem ersten der Chips (1) aufweist,

in weiteren Justierschritten die relative Ausrichtung der optischen Umlenkelemente
(1.2) zu den an dem Kontaklierungsmodul (2) vorhandenen optischen
Schnitistellen (2.2) erfolgt,

dann der Positioniertisch (3) dem Kontaktierungsmodul (2) in z-Richiung um einen
Zustellweg (Az) in einen optischen Arbeitsabstand (b) zugesteilt wird, bei dem die
Nadeln (2.1} mit einer vorgegebenen Andrucklraft an den Kontakipads (1.1)
anliegen, und

anschiiellend Uber die jeweils einander zugeordneten Schnitfstelien elekirische
bzw. optische Signale geleitet werden, dadurch gekennzeichnst,

dass die relative Ausrichiung der optischen Umlenkelemente (1.2) zu den an dem
Kontaktierungsmodul {2) vorhandenen optischen Schnittstellen (2.2) erfolgt, indem
in einem Scanfeld kisiner der Gréfle der Kontskipads {(1.1) zuerst der
Positioniertisch (3) gegeniber der ersten Justierlage in x- und y-Richtung in eine
zweite Justierlage ausgelenkt wird, wahrend Uber wenigstens eine der optischen
Schnitistellen des  Kontaktierungsmoduls (2.2) und eine der optischen

Umienkelemente (1.2) ein optisches Signal geleitet wird, wobel die zweite
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Justieriage eingenommen ist, wenn das optische Signal mit einer maximalen
Intensitat eingekoppeit wird, und

anschliellend dar erste der Chips (1) iiber einen Stellweg in eine dritte Justierlage
in x-y~- Richtung ausgelenkt wird, wobei der Stellweg aus dem Zusteliweg (Az) und
dem Kopplungswinke!l (o) des betreffenden optischen Umilenkelementes (1.2)
berechnet wurde, bevor der Positioniertisch (3) dem Kontaktierungsmodul (2) in z-
Richtung um den Zustellweg {Az) in den optischen Arbeitsabstand (b) zugesteilt

wird.

2. Verfahren zum Testen von auf einem Wafer angeordneten opto-elektronischen
Chips (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzsichnet,
dass eine sich aus der ersten Justierlage und der zweiten Justierlage des ersten
der Chips (1) ergebende Lagedifferenz als Offset abgespsichert wird und fir die
Justierung weiterer der Chips {1) berlcksichtigt wird, nachdem diese in einer

ersten Justierlage zum Kontaktierungsmodul (2} positioniert wurden.

3. Verfahren zum Testen von auf einem Wafer angeordneten opto-elekironischen
Chips (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass der optische Arbeitsabstand (b), bei dem die Nadeln (2.1} mit einer
vorgegebenen Andruckkraft an den Kontakipads (1.1) anliegen, Uberwacht wird

und bei Anderungen der Andruckkraft die dritte Justierlage korrigiert wird.

4. Verfahren zum Testen von auf einem Wafer angeordneten opto-elektronischen
Chips (1) nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Anderung des optischen Arbeitsabstandes (b) langfristig Uber die
Einsatzdauer des Kontaktisrungsmoduls (27 ermitielt wird und flr die
VerfahrensdurchfGhrung die Nadein (2.1} des Kontaktierungsmoduls (2) gegen
neue Nadeln (2.1) ersetzt werden, wenn der optische Arbeitsabstand (b) einen

vorgegebenen Minimalabstand unterschreitet.

5. Verfahren zum Testen von auf einem Wafer angeordneten opto-elekironischen

Chips nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
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dass die Uber die jeweils sinander zugeordneten Schnittsteilen geleiteten optischen

Signale beim Einkoppeln in einer der Schnitistellen diese Uberstrahien.

6. Verfahren zum Testen von auf einem Wafer angeordneten opto-elekironischen
Chips (1) nach einem der Anspriche 1 oder 2, dadurch gekennzeaichnet,
dass die uber die jewsils sinander zugeordnsten Schnitisislien geleiteien
optischen Signale beim Einkoppeln in eine der Schnilistellen eine Tophead-
Verteilung ihrer Strahlungsintensitat aufweisen.



